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PATENTE DE INVENCION
por 20 afiog
por "UN PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DE CIRCUITOS ELEC=-
TRICOS Y ELECTRONICOS IMPRESOS, EN LOS QUE EL CIRCUITO QUEDA
AL MTSMO NIVEL DE I4A PLACA", a favor de D. Guido GUIDI, de
nacionalidad italiana, domiciliado en MILAN - Via Tadino, 1.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

En todas las industrias de cardcter eléctrico o elec~-
trénico, aviacidn, automovilismo, cinema, radio, televisién,
stc., vienen utilizéndose cada vez més, los circuitos eléciri-
cos o electrénicos impresos, que permiten la mixima precigidén
en la reproduqcién ¥y realizacién de cualquier plano o proyec-
to; aseguran lg flijeza y estabilidad de sus dlversos elementos
en la posicién relative en que deben de quedar colocados para
su buen funciqnamiento; reducen congilderablemente el volumen
vy peso de lag instalaciones; permiten une produceidn industrial
g mayor escalas y rendimiento con menor costo de produccidn y
eliminan las dificultades e inconvenientes de los antiguos sis-
temas a base de montaje de hilos, cables y accegorios, conscta=-
dos o soldados entfe si, como piezas sueltas sin formar la uni-

dad propia de los actuales circuitos.
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Lg presente Patente tiene por objeto facilitar la
construccién de circuitos eléctricos o electrénicos impresos,
a bajo costo y con las mayores garantias de rendimiento, incor-
poréndolos en una placa aislante que girve de soporfe y que pue-
de ser construfda a hase de resinas termoindurentes o termoplds—
ticas, de polidsteres catelizables o en general de cualquier
otro soporte adecuado que relmna lag caracteristicas de aisla~
miento, indeformabilidad, grade de elasticidad, resistencia
a le temperaturs y otras; apropiadas a la ubtilizacién a que vie~
ne destinada.

_ Esta placa alslante se obtiene en ol presente proce~

dimiento mediante la superposiecidén de cierto ndmero de hojas
de papel, boja de cartulina, cartbén, tejido, fibra de vidrio,
o de otro soporte adecuado, impregnéndolas com la resina sinté-
tica escogida dentro de la game de las utilizables, hasta obte-
ner el egpesor desegble; sobre esta placa, se superpone a conti-
nugcidn, por wna o ambas de sus caras, segin sea la clase de
los circuiftos a obtener, una finisima lémina de cobre, u otro
metal adecuado que podrd ser segim los casos, oro, plata, zine,
efhCe, obtenida por via galvénica 0 electrénica, con espesores
variables entre una centésima y cinco décimes de milimetro, aun-
que la medida normal suele ser la de tres décimas y media de mi-~
limetro, sobre cuya placa se habri dibujado ya por procedimiento
fotografico, serigréfico o tipogréfico segin los casos, el cir-
cuito que se desee. Para asegurar la incorporacidén entre la pla-
ce, mejor dicho, entre las hojas que ven a constituir ;a placa
soporte y la lémine de metel grabado, es conveniente emplear
algln adhesivo adecuado a la naturalezs de log meteriales em—
pleados. .

Egte conjunto es sometido a un prensaje en.determina-

das condiciones de presidn y tempergtura, preferentemente en
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ung prensa para termoindurentes; -caso de ser de esta clase
lasg reginas utilizadas, como suele ser usugl en tales ciroui-
tog-, de platos miltiples y a calefaccidén de vapor.

Al ser prensado el conjunto en las condiciones refe-
ridas, la lémina de cobre o del metal utilizado, queda incorpo-
rada 2l laminado egtraetificado resultante de las hojas impregna-
das de resina, quedando el circulto grabado enm la lémina el mis-
no nivel gue la placa propismente dicha, sin rebordes, relieves,
ni diferencies de planos; esta circunstancia, constituye de
hecho la carscteristica principel de este sistems de febricacién
de circultos eléctricos, en los que al encontrarse el circuito
en el mismo nivel de la placa, desaparecen autométicamente to-
das las posibilidades de desgaste del circuito y la introduccidn
de polvo, grasas, etec., que dificultarfan su buen funcionamien-
to.

En casos especiales, mediante la aplicacién de los
corregpondientes topes a la prensa, podria obtenerse que parte
del eircuito quedase en relieve, de ser ello conveniente al es-
pecial trabajo que a tal circulto se encomiendes

La place laminada constitufda por la incorporacién
del estratificado resinosce con la lémina de metal, no gerd ne—
cegariamente rectangular ni continua ni completamente planas
sind que segin se desee, puede ser troquelada con diversidad
de formas, perforada en los didmetros y formas precisos y te-
ner la curvatura que se desee, gin que como consecuencia de
teles variaciones de forma, continuidad y figura varfe el prin-
ciplo innovador gue es objeto de esta Patente de invencién.

NOT A

Se reivindica como objeto de esta Patente de inven-
cidn:

1e=~ Un procedimiento pare la fabricacién de circuitos eléctri-
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cos y electrénicos impresos, en los que el circuito queda al
mismo nivel de la placa, caracterizado por comportar un lami-
nado pléstico reslizado mediante la superposicidén de hojas de
papel, cartulina, cartén, tejido fibra de vidrio u otros estra-
tificables, impregnadas con resinas sintéticas, que queda con-
vertido en soporte alslante del circuito eléetrico o electréni~
co arriba descrito.

24~ Un procedimiento para la fabricacidn de circultos eléctri-

cos y electrbénicos impresos, em los gue el circuito gqueda al

- mismo nivel de la placa, caracterizado porque el laminado plés-

tico se incorpora una lémins de cobre u otro metal adecuado que
1lleva grabado o disefiado el circuito por una o ambas de sus ce~-
ras, mediante un proceso de premsado que determina la policonden-
sacién y polimerizacidn de los egtratificables y la unién a

ellos de la ldmina portadora del circuito, convirtiéndoles en
une sbéls placa o panel.

3¢~ Un procedimiento para la fabricacién de circuitos eléctri-
cos y electrdénicos impresos, en los que ei circuito queda al
mismo nivel de la placa, caracterizado por la elaboracién de la
placa portadora del circwito asi formada, sometiéndola &l troque~
lado, perforacién o curvado adecuados, e instaldndole o montédn-
dole los accesorios ¥ elementos independientes.

4e=- Un procedimiento para la fabricacibén de circuitos eléctri-
cos y electrénicos impresos, en los que el circuito quede al
nismo nivel de la placa, caracterizado porque el disefio del cir-
cuito sobre la lémina de cobre u otro metal podrd ser obtenido
por via fotogréfica, serigréfica o tipogrifica, gquedando tal di-
sefio a nivel de la placa aislante lo que comstituye la caracte-
ristica principel de dicha Patente.

S5e= Un procedimiento para l?, fabricacién de circuitos eléctri-

cos y electrdénicos impresos, en 1los que el circuito queda al
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misgmo nivel de la placa, caracterizade porque, en casos parti-
culares, todo o parte del disefio podrd sobresalir de la placa
aislante, sin que por ello quede afectado el principio inmnova=~

dor propio de esta invencidn.
Sean cusles fueren las circunstancias que concurran

en la esencislidad de la Patente de invencidn definida en las

anteriores reivindicaciones, cuyo objeto es:
6= "UN PROCEDIIMIENTC PARA LA FABRICACION DE CIRCULTOS ELECTRI-

C0S Y ELECTRONICOS IMPRESOS, EN LOS QUE EL CIRCUITO QUEDA AL

MISHO NIVEL DE LA PLACA".
Consta la presente memoria de cinco hcjas foliadas,

mecaenografiadas por una sola carae

Barcelona, 2g Sep 1955
P.As de Do Guido G’UIDI,

Mo«
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